A6061-RAM2 (A) com
certificacao

O A6061-RAM2 (A) com certificacdo é uma liga de aluminio que oferece melhor
resisténcia, ductilidade e acabamento de superficie conforme a construcdo em
comparagdo com as ligas de fundicdo tradicionais, como a AlSi10Mg em fusdo

de leito de p6 a laser (PBF-LB).

A 3D Systems oferece desenvolvimento de aplica¢des e produgdo de

pecas usando o software integrado de fluxo de trabalho de manufatura

aditiva (AM), o 3DXpert® e a impressora de metal DMP Flex 350. Os parametros
A6061-RAM2 da 3D Systems foram desenvolvidos, testados e otimizados em
instalacdes reais, em nossas instalagdes de producdo de pecas AS9100/I1SO9001,
que tém a distingdo Unica de imprimir mais de 1.000.000 de pecas de producdo
de metal desafiadoras em varios materiais, ano apds ano. As propriedades
listadas abaixo fornecem alta confianga ao usudrio em termos de repetibilidade
de trabalho a trabalho e maquina a maquina.

Para empresas que procuram desenvolver novas aplicagGes e processos com
A6061-RAM2, entre em contato com o Grupo de Inovacdo de Aplicagdes da
3D Systems (AIG).

Imagem do suporte A6061-RAM2, cortesia do Centro de Voo Espacial Goddard da NASA

Descricdo do material

O processo de manufatura aditiva reativo (RAM) da Elementum 3D inocula
a solidificacdo e protege as ligas contra o rasgamento a quente e produz
microestrutura de grdo fino equiaxial com propriedades excepcionais. O
processo de RAM aproveita as reagdes quimicas na massa fundida para
formar ligas de aluminio de matriz metdlica composta (MMC) reforcadas
por dispersdo.

0 A6061-RAM2 é uma liga de aluminio sem escandio com composicdo
quimica otimizada para a fusdo do leito de pé a laser. Esta liga de aluminio
AM de uso geral resulta em propriedades comparaveis a 6061-T6 forjada
com excelente relacdo forca/peso, ductilidade, resisténcia a corrosdo e
condutividade elétrica. Na DMP Flex 350, as pecas produzidas com A6061-
RAM2 apresentam melhor acabamento de superficie e capacidade de
anodizac¢do do que a AlSi10Mg.

Com aplicagdes comprovadas nos setores aeroespacial, de semicondutores
e automobilistica, o A6061-RAM2 é adequado para radiofrequéncia passiva,
gerenciamento térmico, fluxo de fluidos e componentes estruturais leves.

Propriedades mecanicas

DMP FLEX 350 - LT 30'2 METODO DE TESTE

Resisténcia maxima a tragdo (MPa | ksi)
Dire¢do horizontal - XY

Forca de rendimento Rp0,2% (MPa | ksi)

Direcdo horizontal - XY ASTM E8
Alongamento plastico (%)
Dire¢do horizontal - XY
Propriedades fisicas
MEDICAO METODO DE TESTE

Condutividade elétrica® (S/pm) ASTM B193 a 20 °C/68 °F

Condutividade térmica’ (w/(m-k)) Dados de teste do fornecedor

" Tratamento térmico T6 modificado.

METRICO EUA
295 43
260 38

16 16

METRICO EUA

13 -
162 -

2 Testado de acordo com ASTM E8 usando amostra de teste de tracdo redonda tipo 4. Valores tipicos, com média superior a 10 cupons cada.

3 Valor tipico medido na amostra LT30 no estado impresso.



Propriedades da peca impressa

DENSIDADE?® METODO DE TESTE

Densidade relativa (%) A st e e e

oOptica
RUGOSIDADE DA SUPERFICIE* METODO DE TESTE
Superficie lateral vertical (um | pin) 1SO 25178

Espessura da camada 30 pm

EUA

>99,6

EUA

315

3 Pecas fabricadas com parametros e protocolos padrdo em uma DMP Flex 350, Config B, usando espessura de camada de 30 pm. Pode haver desvios dependendo da geometria especifica da peca.

4 Medicdo vertical da superficie lateral ao longo da direcdo da construgdo, condicdo conforme a construgdo e valores tipicos.

APLICACGOES TIPICAS

+ Pecas estruturais leves para os setores aeroespacial e automotivo

+ Pecas de radiofrequéncia passiva (RF) para satélites

+ Gerenciamento térmico avancado em equipamentos semicondutores essenciais
+ Pecas que requerem anodizagdo para resisténcia a corrosao

Foco da aplicacao:
mesa de wafer de semicondutores

PROJETO DE CANAIS COMPLEXOS
O excelente acabamento superficial de acordo com a construgdo permite canais
internos de alta qualidade ndo acessiveis para usinagem de acabamento

PAREDES FINAS
Espessuras de parede de 0,3 mm

FORMAS ORGANICAS
Reduza a turbuléncia e as quedas de pressdo dentro do sistema de resfriamento

REDUCAO DA CONTAGEM DE PECAS E MELHOR ESTANQUEIDADE
Remova pontos de falha; simplifique a cadeia de fornecimento

a h . Para confirmar a adequacdo deste material para sua aplicacdo especifica,
< 3 D SYS T E M S entre em contato com o Grupo de Inovacdo de Aplica¢des da 3D Systems (AIG):

https://www.3dsystems.com/consulting/application-innovation-group)

www.3dsystems.com

O p6 A6061-RAM2 pode ser adquirido diretamente da
E L E M E N I U M Elementum 3D: https://www.elementum3d.com/contact/

=

Garantia/isencdo de responsabilidade: as caracteristicas de desempenho desses produtos podem variar conforme a aplicagdo, as condi¢des operacionais ou o uso final do produto.
A 3D Systems estd isenta de quaisquer garantias, expressas ou implicitas, que inclui, mas néo se limita, a garantias de comercializacdo ou adequacéo para uma finalidade especifica.
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